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Anotdcia:

Cielom tejto price je ziskanie znalosti o implementacii bezolovnatych spajkovacich zliatin,
spajkovacej technoldgie a spolahlivosti pri metédach bezolovnatého spajkovania. Mnohé spdjky s
niz$im bodom tavenia obsahuju prvky, ktoré st nahradou z lacnych alternativ, maju zIG zmacavost, su
nachylné k oxidacii pocas spdjkovania a maju tendenciu korodovat. Hlavnym kandidatom mozu byt
SnCu, SnAg, SnAgCu, systémy spajok s malym mnoZstvom Bi a In. Pocas spéjkovania sa ¢ast kovového
substratu rozpusti v roztavenej spajke. V dosledku toho je spdajka presytend rozpustenym kovom a na
rozhrani spoja sa vytvori vrstva intermetalickej zli¢eniny. Intermetalickd vrstva dalej rastie po
tuhnuti vdaka tepelne aktivovanym difuznym mechanizmom v tuhom stave. Tvorba a rast
intermetalickych faz na rozhrani spoja ovplyviiuju spajkovatelnost a spolahlivost substratov v
elektronickych suciastkach. Intermetalické fazy su vo vseobecnosti ovela tvrdSie a krehkejsSie ako
spajky a mozu preto spdsobovat krehké trhliny na rozhrani medzi spajkou a kovovym substratom. V
tejto praci je Studovana kinetika tvorby intermetalickych faz medzi Cu substratom a
Sn1.5Ag0.7Cu9.5In spdjkovacou zliatinou a porovndvand so spdjkami SnAgCu a SnAgCuBi. Zliatina
Sn1.5Ag0.7Cu9.5In je kandidatsky material na bezolovnaté spajkovanie pri teplotach blizkych 200 °C v
dosledku mnoiZstva In v zliatine. Nadmerna tvorba intermetalickych faz méze viest k predéasnému
zhordeniu spolahlivosti spajkovacieho spoja. Bizmut zniZuje rychlost tvorby Cu3Sn vrstvy. U&inok
india na tvorbu intermetalicke] vrstvy je dvojnasobny. Najprv je to znizenie rychlosti tvorby Cu3Sn a
potom je zvySenie rychlosti tvorby Cu6(Sn, In)5 vrstiev.
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